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laminiert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit in 
einem Isolierträger angeordneten Leitungsdrähten 
und ein Verfahren zur Herstellung der Anordnung.

[0002] Verfahren zum Einbringen von Leiterstü-
cken, insbesondere zum Einbringen von Drähten in 
thermoplastische Körper oder in mit thermoplasti-
schen Schichten versehenen Körpern sind bekannt. 
Als Trägermaterial wird vorwiegend thermoplasti-
sches Material in Form von Folien eingesetzt. Beim 
so genannten Drahtlegen wird der Draht in ein Trä-
germaterial eingebettet, indem der Draht durch Ultra-
schallschwingungen angeregt wird. Infolge der dabei 
eingebrachten Energie schmilzt das Trägermaterial 
auf und umschließt den Draht formschlüssig. Es be-
steht auch die Möglichkeit einen mit Backlack be-
schichteten Draht einzusetzen, wobei der Backlack 
durch die mittels Ultraschall erzeugte Wärme aufge-
schmolzen wird und eine Klebeverbindung mit dem 
Basismaterial erzeugt wird.

[0003] In DE 44 10 732 sind ein Verfahren zur Her-
stellung einer Chipkarte sowie eine Chipkarte be-
schrieben, bei dem die Herstellung der Spule durch 
Verlegung des Drahtes auf dem Substrat sowie die 
Verbindung der Spulendrahtenden mit den An-
schlussflächen eines Chips auf dem Substrat erfol-
gen.

[0004] Bei den bekannten Anordnungen ist nachtei-
lig, dass diese ein thermoplastisches Trägermaterial 
erfordern.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung der eingangs ge-
nannten Art anzugeben, bei dem eine Verlegung des 
Drahtes durch Ultraschall-Drahtlegen auch auf Trä-
germaterialien erfolgen kann, die nicht aus thermo-
plastischen Werkstoff bestehen.

[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit ei-
nem Verfahren, welches die in Anspruch 1 angege-
benen Merkmale und mit einer Anordnung, welche 
die in Anspruch 2 angegebenen Merkmale enthält, 
gelöst.

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen angegeben.

[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren er-
folgt das Beschichten eines Basismaterials mit einer 
thermoplastischen Klebefolie als Haftvermittler für 
das Legen von kontaktlosen Drahtantennen und Auf-
bringen eines Deckmaterials.

[0009] Die Erfindung zeichnet sich durch eine Reihe 
von Vorteilen aus.

[0010] Die Verwendung der Klebefolie ermöglicht 
die Anwendung des Drahtlegens auch für Anordnun-
gen mit einem Basismaterial, das thermisch nicht auf-
geschmolzen werden kann, z.B. bei Polyurethan-Fo-
lien, sowie an Materialien, an denen eine Drahtbe-
schichtung (Backlack) keine Verbindung mit dem Ba-
sismaterial eingeht. Als Basismaterialien können 
deshalb sowohl thermoplastische als auch duroplas-
tische Kunststoffe sowie andere Materialien, bei-
spielsweise Papier, verwendet werden. Ferner kön-
nen verschiedene Drahtausführungen (z.B. blanke, 
beschichtete bzw. umhüllte Kupferdrähte) verlegt 
werden. Vorteilhaft ist ferner, dass mit Hilfe der Kle-
befolie Materialen mit unterschiedlichen Eigenschaf-
ten verbunden werden können, z.B. ein thermoplasti-
scher mit einem duroplastischen Werkstoff.

[0011] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes Ausführungsbeispieles näher erläutert.

[0012] In der zugehörigen Zeichnung sind die Ver-
fahrensschritte zur Herstellung der Anordnung dar-
gestellt. Dabei zeigen:

[0013] Fig. 1 das thermische Laminieren einer Kle-
befolie auf ein Basismaterial,

[0014] Fig. 2 das Legen von Kupferdrähten mittels 
Ultraschall auf die Klebefolie und

[0015] Fig. 3 das thermische Laminieren eines 
Deckmaterials auf die Klebefolie.

[0016] In dem in Fig. 1 dargestellten Verfahrens-
schritt wird das Basismaterial 1 durch herkömmliches 
thermisches Laminieren mit einer nicht vernetzten 
PU-Klebefolie 2 verbunden.

[0017] Fig. 2 zeigt das Einbringen des Drahtes 3 mit 
Ultraschall. Vorzugsweise wird für den Draht ein blan-
ker Kupferdraht verwendet. Der Draht 3 kann jedoch 
sowohl aus blankem Material, als auch aus beschich-
teten oder umhüllten Metall bestehen. Hierbei wird 
auf die thermoplastische Klebefolie 2 eine kontaktlo-
se Drahtantenne gelegt. Die Klebefolie 2 dient dabei 
sowohl als Haftvermittler zwischen den Kupferdräh-
ten 3 und dem Basismaterial 1, als auch als Haftver-
mittler zwischen dem Basismaterial 1 und dem an-
schließend aufzubringenden Deckmaterial 4. Infolge 
der durch Ultraschallschwingung eingebrachter En-
ergie schmilzt die Klebefolie partiell auf und geht eine 
Klebeverbindung mit dem Draht 3 ein.

[0018] In Fig. 3 ist die fertige Anordnung dargestellt, 
bei der durch thermisches Laminieren das Deckma-
terial 4 auf die Klebefolie 2 aufgebracht wurde.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Isolierträgers, 
in dem Leitungsdrähte (3) angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine thermoplastische Klebe-
folie (2) auf ein Basismaterial (1) auflaminiert wird, 
danach die Leitungsdrähte (3) mittels Ultraschall auf 
die Klebefolie (2) aufgetragen wird und anschließend 
ein Deckmaterial (4) auf die Klebefolie (2) laminiert 
wird.

2.  Anordnung mit in einem Isolierträger angeord-
neten Leitungsdrähten (3), dadurch gekennzeichnet, 
dass auf einem Basismaterial (1) eine thermoplasti-
sche Klebefolie (2) angeordnet ist, auf der sich mittels 
Drahtlegen aufgebrachte Leitungsdrähte (3) befinden 
und auf der Klebefolie (2) ein Deckmaterial (4) aufla-
miniert ist.

3.  Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Basismaterial (1) und das Deck-
material (4) aus Duroplast besteht.

4.  Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Basismaterial (1) und das Deck-
material (4) aus Termoplast besteht.

5.  Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Basismaterial (1) und das Deck-
material (4) aus Papier besteht.

6.  Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung als 
eine kontaktlose Chipkarte ausgebildet ist, wobei die 
Leitungsdrähte (3) eine Drahtantenne bilden und mit 
einem Halbleiterchip kontaktiert sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Basismaterial
2 Klebefolie
3 Draht
4 Deckmaterial
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Anhängende Zeichnungen
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